北京市第二十届印刷行业职业技能大赛
印品整饰复赛复习题

1、 单选题（80题）
1．覆膜时，黏合剂和被黏合物界面消失，借助化学键形成牢固的黏合，表现为（ C  ）。
A.吸附作用					B.静电作用
C.扩散作用					D.毛细作用
2．覆膜的作用是（ A  ）。
A.保护印刷品表面				B.增加印刷品颜色饱和度
C.防伪							D.使用方便
3.覆膜的作用是（ A  ）。
A.保护印刷品表面				B.便于收藏
C.防伪							D.使用方便
4.覆膜用塑料薄膜常用的表面处理方法有（ A  ）。
A,电晕处理		B.表面清洗		C.去除静电		D.软化处理
5.BOPP薄膜的优点不包括（ D  ）。
A.机械强度高					B.气密性好
C.防潮阻隔性好					D.易伸长
6.如印后油墨未干就进行干式覆膜易产生（ A  ）故障。
A.起泡		B.起皱		C.卷曲		D.出膜
7.需覆膜的印刷品墨层过厚可釆取（ A  ）的对应措施。
A.加大覆膜压力				B.降低覆膜温度
C.减少黏合剂用量			D.提高机速
8.覆膜用的PE是（ C  ）薄膜。
A.硝酸纤维		B.醋酸纤维		C.聚乙烯			D.聚酯
9.覆膜的工艺参数不包括（ B  ）。
A.温度		B.湿度		C.压力		D.速度
10.覆膜用的PP是（ C  ）。
A.双向拉伸聚丙烯			B.双向拉伸聚乙烯
C.聚丙烯					D.聚酯
11.上光与覆膜比较，（ A  ）比较接近。
A.光亮程度		B.工艺性		C.坚固程度		D.耐磨性
12.上光的作用是（ B  ）。
A.保护印刷品表面				B.增加印刷品表面光泽度
C.防伪							D.使用方便
13.在UV上光油中，（ C  ）含量虽少，但对上光油的固化性能却起决定性作用。
A,感光树脂						B.活性稀释剂
C.光引发剂						D.助剂
14.为改善上光油主剂树脂的成膜性，增加膜层内聚强度而加入的助剂是（ B  ）。
A.表面活性剂					B.固化剂
C.消泡剂						D.增塑剂
15.UV上光油的优点不包括（ C  ）。
A.上光质量好					B.固化速度快
C.产生臭氧						D.污染小
16.质量优良的水性上光油应该是（ B  ）的产品。
A.低黏度低固含量				B.低黏度高固含量
C.高黏度低固含量				D.高黏度高固含量
17.上光干燥方法中不包括（ D  ）。
A.热风干燥						B.红外线干燥
C.紫外线干燥					D.燃气干燥
18.水性上光过程气泡多的原因不包括（ A  ）。
A.温度偏高						B.上光油pH值偏低
C.循环搅拌过度					D.上光油黏度偏高
19.电化铝箔的铝层釆用（ A  ）。
A.真空镀铝						B.压延薄铝片
C.铝粉							D.薄片与黏合剂
20.（ C  ）不是电化铝箔的组成部分。
A.隔离层						B.颜色层
C.铝板层						D.胶黏层
21.电化铝箔材有（ C  ）层。
A.三							B.四
C,五							D.六
22.解决烫印中的反拉可采用（ C  ）。
A.高强度铝箔					B.高压
C.使油墨干燥					D.高温
23.电化铝烫印工艺中，镀铝层是靠（ A  ）附着在承印物上。
A.黏合剂						B.铝层与承印物吸附力
C.在温度和压力作用下铝层熔化	D.静电力和扩散力
24.造成烫印反拉的原因是（ D  ）。
A.烫印温度低					B.烫印压力小
C.烫印速度慢					D.印刷品表面油墨未干
25.烫印工艺的压力（ B  ）。
A.比胶印压力小					B.比胶印压力大
C.与胶印压力相同				D.无压力
26.电化铝箔的染色层除具有表现颜色外，还具有（ A  ）功能。
A.防氧化						B.易与片基层剥离
C.增加结合力					D.具有高反射率
27.电化铝箔依靠（ C  ）附着在印刷品表面。
A.温度							B.压力
C.黏合剂						D.速度
28.烫印温度过低，会出现（ A  ）。
A.烫印不上						B.花白
C.变成红蓝色					D.光亮度降低
29.冷烫印不需要（ C  ）。
A.压力							B.黏合剂
C.温度							D.承印物
30.导致图文印迹不齐整有毛边的原因主要有三个，以下哪一个不是？（ C  ）
A.烫印版压力过大				B,压印机构垫贴不合适
C.烫印速度过慢					D.烫印温度过高
31.全息标识烫印技术是一新型激光（ C  ）技术，是将激光全息图像烫印在承印物上的技术。
A.印刷		B.压凹凸		C.防伪		D.模切
32.大面积烫印时，（ A  ）应有较大的提高才行，因此烫印箔的质量受其影响很明显。
A.温度			B.速度		C.压力			D.机器
33.（ A  ）是利用热压转移原理，将铝层转印到承印物表面。
A.普通烫印		B.上光		C.覆膜		D.压凹凸
34.通常电化铝箔的组成结构由里向外是（ B  ）。
A.片基层一染色层一隔离层一镀铝层-胶黏层
B.片基层一隔离层-染色层一镀铝层一胶黏层
C.片基层一隔离层-镀铝层-染色层-胶黏层
D.片基层-镀铝层一染色层一隔离层-胶黏层
35.印刷品的深色墨层比淡色墨层（ C  ）烫印。
A.容易			B.很难			C.较难			D.较容易
36.避免烫印不上或烫印不牢故障发生的措施是（ C  ）。
A.降低温度		B.降低压力		C.提高温度		D.提高速度
37.由于立体烫印印版上图文与空白部分的高低较为明显，烫印时需要的压力比平面烫金时的压力（ A  ），因此需要调整好烫印压力，以免出现剪切力不足或印迹变粗的现象。
A.大		B.小		C.差不多		D.相同
38.冷烫印工艺通常釆用（ B  ）加工形式。
A.平压平		B.圆压圆		C.圆压平		D.平压圆
39.从烫印效果来看，以（ C  ）是较理想的。
A,较小压力，较低温度和略快速度
B.适当压力，较低温度和略快速度
C.适当压力，较低温度和略慢速度
D.较小压力，较低温度和略慢速度
40.在烫印压力较小，速度快，底色墨层较厚的情况下，烫印温度可（ C  ）。
A.较大提高				B.不做调整
C.适当提高				D.适当降低
41.整体式模切版一般用在（ A  ）模切机上。
A.圆压圆			B.圆压平
C.立式平压			D.卧式平压平
42.模切、压痕版中，橡皮条粘在（ A  ）。
A.模切刀两侧				B.压痕线两侧
C.模切刀刃口处				D.压痕线刃口处
43.模切、压痕版中，打点在（ C  ）。
A.模切刀两侧				B,压痕线两侧
C.模切刀刃口处				D.压痕线刃口处
44.模切、压痕所用钢刀和钢线高度（ B  ）。
A.两者等高					B.钢刀高
C.钢线高					D.不确定
45.模切垫版的作用是（ B  ）。
A.调节模切版左右位置		B.调节模切压力
C.调整模切版上下位置		D.调整模切版距边口位置
46.钢刀常用高度为（ D  ）mm。
A.23						B.22
C.24						D.23.8
47.模切版粘橡胶条的作用是（ C  ）。
A.增加模切版的弹性			B.缓冲减震
C.防止产品夹刀				D.增加压力
48.钢线的高度略低于钢刀高度，通常为（ C  ）mm。
A.22〜23					B.21〜22
C.22〜23.8					D.22.5〜23
49.瓦楞纸压痕中所用的压痕模类型为（ D  ）。
A.超窄型压痕模				B.单边窄型压痕模
C.连坑型压痕模				D.斜角型压痕模
50.使用胶合木板作为衬空材料时，木板厚度一般为（ D  ）mm左右。
A.15							B.16
C.17							D.18
51.以下模切压痕排刀工艺中精度最高的为（ C  ）。
A.手工排刀						B.机械排刀
C.激光排刀						D.组合排刀
52.模切版上粘橡胶条应高出刀口（ D  ）为宜，硬橡胶条高出少一些，软橡胶可高出多一些。
A.1〜2mm						B.2〜3mm
C.3〜4mm						D.3〜5mm
53.模切PVC塑料片宜选用（ A  ）钢刀。
A.硬性							B.中性
C.软性							D.弹性
54.模切、压痕模切刀口不光洁的原因不包括（ C  ）。
A.钢刀质量不良					B.钢刀磨损严重
C.压力过大						D,钢刀处垫纸处理不当
55.模切、压痕后压痕线不规则的原因不包括（ D  ）。
A.压痕槽太宽					B.钢线垫纸厚度不足
C.钢线松动						D.速度过大
56.模切压痕版平衡刀安装在模切压痕版（ A  ）。
A.空白处						B.模切刀密集处
C.压痕线密集处					D.任意位置
57.模切压痕版平衡刀应使用（ C  ）模切区域的模切刀。
A.略高于						B.略低于'
C.相同于						D.任意
58.模切压痕版平衡刀应使用（ C  ）模切区域的海绵胶条。
A.硬度高于						B.硬度低于
C.相同于						D.任意
59.模切压痕机的清废功能（ D  ）。
A.能清除所有废边				B.不能清除所有废边
C.不能清除叼口废边				D.机型不同，清废形式不同
60.模切瓦楞纸板时，压痕模的厚度为（ B  ）厚度。
A.瓦楞纸板						B.压实后的瓦楞纸板
C.略大于瓦楞纸板				D.略小于瓦楞纸板
61.（ B  ）是压凹凸最常见故障。
A.凹版损坏						B.凸版损坏
C.纸板损坏						D.压板损坏
62.压凹凸图文轮廓不清的原因是（ A  ）。
A.装版时垫版不实				B.压力过大
C.温度过高						D.速度过快
63.（ C  ）不是压凹凸图文轮廓不清的原因。
A.装版时垫版不实				B.压印机精度差
C.温度过高						D.凸版磨损
64.压凹凸图文套印不准的原因是（ B  ）。
A.纸张受润湿液影响				B.印版版框位移
C.速度过快						D.压力过大
65.压凹凸纸张压破的原因是（ D  ）。
A.时间过长						B.温度过高
C.速度过快						D.纸张质量差
66.压凹凸中，凹版的雕刻深度需根据纸张承受压力程度到不破为宜，一般深度控制在版厚的（ C  ）左右。
A.10%							B.20%			
C.50%							D.70%
67.压凹凸中，产生图文表面斑点的原因不包括（ D  ）。
A.石膏粉有杂质					B.承印物表面不光洁
C,凹版表面有石膏颗粒			D.压力不均匀
68.下面哪一项不是引起压凹凸中纸张压破的原因？（ B  ）。
A.纸张太薄						B.石膏太硬
C.压力不均匀					D.印版边角过渡坡度大
69.压凹凸图文轮廓不清的原因不包括（ D  ）。
A.承印物厚薄不均				B.双张
C.多张							D.压力过大
70.压凹凸图文套印不准的原因不包括（ D  ）。
A.印版与图文不符				B.规矩位置不准确
C.印版版框位移					D.承印物厚薄不均
71.机器糊盒不包括（ D  ）。
A.糊单边						B.糊四角
C.糊双边						D.糊提手
72.糊盒时，胶水完全干燥后，撕开粘口二纸边，（ A  ）为合格。
A.能将其中一面纸张撕下			B.断裂
C.不能撕断						D.用力撕断
73.预折装置是根据压痕线将纸盒弯曲（ A  ）左右，再返回到原来的形状，主要是为了糊盒时减少损差
A.150°							B.90°
C.60°							D.30°
74.糊盒机上胶装置是通过（ D  ）或喷胶装置给纸盒黏合部上胶，完成黏合。
A.刷子							B.胶盘
C.胶盒							D.胶囊
75.（ D  ）不是粘盒不牢的原因。
A.黏合剂的黏度不够				B.黏合剂涂布量不足
C.黏合剂和纸盒材料不适应		D.温度过高
76.（ B  ）不是糊盒歪斜的原因。
A.模切版精度不高				B.压力过大
C.纸板吸湿变形					D.粘口对位不准
77.经过上光、压光、覆膜等工艺处理后，糊盒时，粘接部位（ A  ）。
A.表面张力大					B.表面张力小
C.粗糙度大						D.粗糙度小
78.造成糊盒产品爆线的原因不包括（ D  ）。
A.模切单边						B.成型刀压到了痕线
C.预折器调节位置不佳			D.车间湿度太大
79.糊口部位表面处理的方法主要有（ B  ）。
A.光化学技术				B.等离子技术
C.火焰处理技术				D.清洗技术
80.糊盒压力的调节主要是对（ C  ）压力的调节。
A.压轮						B.导杆
C.加压皮带					D.传送带


二、多项选择题（40题）
1.覆膜的方法有（ ABD ）。
A.干式覆膜		B.湿式覆膜		C.无水覆膜		D.预涂覆膜
2.覆膜的工艺参数有（ ACD ）。
A.温度		B.湿度		C.压力		D.速度
3.BOPP薄膜的优点是（ ABC ）。
A.机械强度高			B.气密性好
C.防潮阻隔性好			D.易伸长
4.覆膜产品表面起泡的原因是（ABCDE）。
A.纸张含水率高			B.纸张掉粉
C.油墨过厚或不干		D.油墨中快干剂过多
E.胶层过薄或太厚
5.覆膜常用塑料薄膜包括（ABCD）。
A.聚丙烯薄膜PP			B.聚氯乙烯薄膜PVC
C.聚乙烯薄膜PE			D.聚酯薄膜PET
6.上光干燥主要釆用（ ABC  ）等方法。
A.热风干燥					B.红外线干燥
C.紫外线干燥				D.燃气干燥
7.UV上光具有（ ABCD  ）等特点。
A.高亮度					B.高耐磨性
C.不褪光					D.污染小
8.UV上光固化特点是上光油能（ ABD  ）。
A.瞬时固化		B.不会粘连		C.热量散发较大		D.无溶剂挥发
9.水性上光光泽不好，亮度差的原因是（ ABCDE  ）。
A.纸质太粗			B.上光油涂层太薄		C.上光油固含量不足
D.印刷品油墨未干	E.上光油质量差
10.UV上光光泽不好，亮度差的原因是（ ABCDE  ）。
A.UV上光油涂层太薄		B.纸张粗糙			C.印刷品油墨未干
D.UV上光油质量差		E.光源光强度不足
11.电化铝箔表面应（ ABCD  ）等。
A.无发花		B.无砂眼		C.无皱折		D.无划痕
12.电化铝箔烫印工艺参数包括（ ABC  ）。
A.烫印温度		B.烫印压力		C.烫印速度		D.烫印频率
13.立体烫印需要（ ABCD  ）。
A.烫印版		B.阴模			C.阳模			D.电化铝箔
14.电化铝烫印不上是由于（ ABCD  ）。
A.烫印温度过低				B.烫印压力小
C.底墨干燥过度				D.喷粉太多
15.烫印温度过低，会出现（ AB  ）。
A,烫印不上		B.图文发花		C.图文发虚		D.图文发晕
16.烫印的图文发虚、发晕的原因为（ AC  ）。
A.烫印温度过高				B.烫印温度过低
C.电化铝箔焦化				D.烫印压力大
17.烫印温度过高，会出现（ BCD  ）。
A.烫印不上					B.变成红蓝色
C.光亮度随之降低			D.图文发晕
18.烫印图文印迹不齐的原因是（ ABCD  ）。
A.印版压力不匀				B.印版压力过小
C.压印机构垫贴不合适		D.烫印温度过低
19.烫印糊版的原因是（ ABCD  ）。
A.烫印温度过高				B.烫印版制作不良
C.电化铝镀铝过厚			D.烫印压力过大
20.烫印后露底的原因是（ BCD  ）。
A.烫印速度快				B,压力小
C.温度低					D.被烫物花纹过深
21.模切、压痕机一般釆用（ ABC  ）调节模切压痕位置。
A.前规					B.套准标记
C.拉规					D.推规
22.模切、压痕版排版时，尖角线截止于另一个直线的中间段落，会使（ ABD  ）。
A.固刀困难					B.钢刀易松动
C.不美观					D.降低模切适性
23.模切、压痕常见质量问题主要有（ ABCD  ）等。
A.尺寸不精确				B.造型不美观
C.压痕不清晰				D.切边不光洁
E.效率不高
24.造成模切刀痕不光洁的原因主要有（ ABC  ）。
A.钢刀刃口不锋利			B.压力不足
C.刀版松动					D.速度快
25.模切、压痕位置不准确的原因是（ ABCDE  ）。
A.版面尺寸计算不精确
B.排刀位置与印刷品不相符
C.模切与印刷格位未对正
D.纸板叼口规矩不一
E.纸板变形
26.模切、压痕爆线产生的原因是（ ABC  ）。
A.钢线垫纸过低或过高
B.压力过大或过小
C.纸张含水率低
D.温度过高
27.模切、压痕后压痕线不规则的原因是（ ABC  ）。
A.压痕槽太宽
B.钢线垫纸厚度不足
C.钢线松动
D.速度过大
28.钢线形状主要有（ ABCD  ）、尖头线。
A.单头线				B.双头线
C.圆头线				D.平头线
29.钢刀刃口形状主要有平直形刃口和（ ACD  ）。
A,齿形刃口				B.弯形刃口
C.波浪形刃口			D.针孔形刃口
30.纸盒折叠成型时，折痕处开裂的原因是（ ABC  ）。
A.压痕过深				B.模压压力过大
C.折叠太深				D.温度过高
31.压凹凸所用印版有（ CD  ）。
A.平版					B.柔性版
C.凹版					D.凸版
32.压凹凸图文轮廓不清的原因是（ ABC  ）。
A.承印物厚薄不均		B.双张
C.多张					D.压力过大
33.压凹凸图文套印不准的原因是（ ABC  ）。
A.印版与图文不符			B.规矩位置不准确
C.印版版框位移				D.承印物厚薄不均
34.压凹凸纸张压破的原因是（ AB  ）。
A.印版边角过渡不合理		B.纸张质量差
C.温度过高					D.速度过快
35.压凹凸过程中，产生图文表面斑点的原因包括（ ABC  ）。
A.石膏粉含有杂质			B.承印物表面不光洁
C.凹版表面粘上石膏颗粒		D.压力不均匀
36.包装纸盒的结构形式有（ ABCD  ）等。
A.罩盒式					B.摇盖式
C.双插口式					D.封底插口式
37.机器糊盒有（ ABCD  ）。
A.糊单边					B.糊四角
C.糊双边					D.糊单边兼扣底
38.糊盒黏合不牢的原因是（ ABCD  ）。
A.黏合剂黏度低				B.黏合剂涂布量不足
C.黏合剂与纸盒材料不匹配		D.加压时间不足
39.造成糊盒产品爆线的原因有（ ABC  ）。
A.模切单边						B.成型刀压到了痕线
C.预折器调节位置不佳			D.车间湿度太大
40.糊盒压力的调节主要是对（ AD  ）压力的调节。
A.输纸皮带						B.压轮
C.导杆							D.加压皮带


[bookmark: _GoBack]三、判断题（80题）
1.印刷品墨层薄对覆膜影响较小。	（ √  ）
2.覆膜后光泽度高是因为塑料薄膜很薄。	（ √  ）
3.覆膜用薄膜进行表面处理是由于减少表面张力。	（ √  ）
4.覆膜前，BOPP薄膜表面要经过处理，表面张力应达到(3.8〜4.0)X10_2N/m。 （ ×  ）5.塑料薄膜表面张力值偏大，不易被黏合剂润湿。	（ ×  ）
6.覆膜过程中的温度过低，容易使覆膜产品发翘。	（ ×  ）
7.覆膜后光泽度高是因为塑料薄膜很厚。	（ ×  ）
8.经电晕处理的薄膜有一个有效期，处理程度会随存放时间的延长而减弱。	（ √  ）
9.当印刷墨层过厚时，覆膜容易出现气泡，这时应该减少黏合剂涂布量，降低压力。	（ ×  ）
10.覆膜用塑料薄膜常用的表面处理方法有电晕处理。	（ √  ）
11.上光是在印刷品表面涂布一层无色透明黏合剂的工艺过程。	（ ×  ）
12.与红外线干燥相比，UV上光固化装置烘道较长。	（ ×  ）
13.纸张平滑度高吸收性小的印刷品，上光涂布液黏度可以稍高一些。	（ ×  ）
14.印刷品表面平滑度低容易造成上光后的印品光泽度不够。	（ √  ）
15.上光涂布的涂布量越大，涂料越能形成连续完整的膜层，上光后的光泽度就越高。	（ ×  ）
16.烫印方式中，最常用的是电化铝烫印。	（ √  ）
17.烫印反拉现象是在烫印后电化铝箔片基上没有油墨痕迹。	（ ×  ）
18.电化铝箔颜色有金色、银色、白色三种。	（ ×  ）
19.金箔烫印是将金延展成薄的箔片，用黏合剂粘贴到印刷品表面。	（ √  ）
20.电化铝箔烫印是将铝延展成薄的箔片，用黏合剂粘贴到印刷品表面。	（ ×  ）
21.电化铝箔最大的缺点是容易氧化而发黑。	（ ×  ）
22.烫印温度升高，电化铝箔应不变色。	（ ×  ）
23.电化铝箔耐高温，温度过低，金属的光亮度降低。	（ ×  ）
24.烫印温度略高，烫印时间可短一些。	（ √  ）
25.烫印温度略低，烫印时间应略长一些。	（ √  ）
26.在已经印刷过的墨层表面烫印电化铝箔，必须待墨层干燥牢固后才能烫印。
	（ √  ）
27.全息烫印是将激光全息图烫印在承印物上。	（ √  ）
28.全息定位烫印釆用相应的防伪图案，工艺复杂，难以仿制，具有安全性和防伪功能。	（ √  ）
29.立体烫印是实现烫印和压凹凸一次完成的工艺过程。	（ √  ）
30.立体烫印只能釆用平压平烫印模切机。	（ ×  ）
31.反拉是指烫印后电化铝箔将印刷油墨或印件上光油等拉走。	（ √  ）
32.电化铝箔的片基层，在烫印过程中不能因烫印升温而发生变形，应具有强度大、抗拉、耐高温等性能。	（ √  ）
33.印刷品的表面整饰包括上光、覆膜、金属墨印刷、烫金和凹凸压印等。	（ ×  ）
34.冷烫印技术的优点是烫金箔的表面强度比普通烫金箔表面强度强。	（ ×  ）
35.当烫印温度过低导致烫印不上或图文发花时，要适当调低电热底板的温度，直到烫印出合格产品位置。	（ ×  ）
36.烫印的图文发虚、发晕主要原因是烫印压力过大，或停机时间过长导致电化铝箔焦化。	（ ×  ）
37.试烫速度必须从慢到快，发现不正常情况要立刻停机排除故障，试烫后检查样张，如果一切正常，则可进入正常运转，进行正式烫印。	（ √  ）
38.全息烫印箔的结构与普通烫印箔相比，染色层是色料，即显示色彩或图像的不是颜料，而是激光束作用后在转印层表面微小坑纹（光栅）形成的全息图案。
	（ ×  ）
39.烫印速度决定了电化铝箔与被烫印材料的接触时间，接触时间直接决定了烫金产品的质量。	（ ×  ）
40.烫印温度过低，会出现烫印不上。	（ √  ）
41.根据所模切产品材料的不同，模切刀刃口分为硬性、中硬性、软性三种。	（ ×  ）
42.排好模切压痕版后，在钢刀的刀口侧边粘上橡胶条，利用橡胶条的弹性作用，将模切的产品从刀口间推出。	（ √  ）
43.纸张纤维排列与模切压痕的钢刀、钢线垂直，模切时纸张就不易断裂,必须加重模切压力，压痕时线痕较理想。	（ √  ）
44.钢质压痕模是直接在底模钢板上加工成压痕模槽，具有极好的尺寸稳定性和机械强度。	（ √  ）
45.纸盒爆线是指压、折痕处出现破损的现象。	（ √  ）
46.在模切压痕过程中，钢刀与钢线距离较小时，会出现“抢纸"现象。	（ √  ）
47.模切、压痕制版中选用较硬的橡胶条可解决“抢纸”现象。	（ √  ）
48.模切压痕时，防止出现连续的多个尖角，对无功能性要求的尖角，可改成圆角。	（ √  ）
49.钢线的高度略高于钢刀的高度，被模切材料的不同厚度对钢线的厚度选择也不相同。	（ ×  ）
50.滚筒模切压痕刀具主要用于圆压平模切机。	（ ×  ）

51.连接点就是在模切刀刃口部开一定宽度的小口，确保在模切后废品边仍有局部连接在整个印张上而不会散开，以便于下一步走纸顺畅。	（ √  ）
52.压痕刀具也称钢线、压痕线与钢刀的要求相类似，钢线也要求具有良好的耐磨性、弯曲方便等特性。	（ √  ）
53.凹凸压印工艺与模切压痕工艺和烫印工艺可以在同一台机器上进行。	（ √  ）
54.凹凸压印机可以用平压平印刷机或圆压平印刷机改造而成。	（ √  ）
55.凹凸压印的各种凸状图文和花纹，显示出深浅不同的纹样，具有明显的浮雕感。
	（ √  ）
56.压凹凸是用凹凸两块印版，把印刷品压印出浮雕状图像的加工。	（ √  ）
57.压凹凸工艺不用油墨，不用胶相。	（ √  ）
58.压凹凸工艺的凸版一般采用铜板或钢板做版材。	（ ×  ）
59.压凹凸工艺的凹版釆用石膏或高分子材料作版材。	（ ×  ）
60.压纹就是利用压力的作用在纸板、复合材料表面形成某种特殊的花纹。	（ √  ）
61.压凹凸工艺的凹版一般釆用铜板或钢板做版材。	（ √  ）
62.压凹凸工艺的凸版采用石膏或高分子材料作版材。	（ √  ）
63.纸盒黏合剂固化后揭开粘接部位，纸板纤维破损的面积不小于涂布黏合剂面积的50%,并且破损面分布均匀。	（ √  ）
64.模切质量与糊盒质量无关。	（ ×  ）
65.一般情况下，黏合剂分子量越高，黏合强度越小。	（ ×  ）
66.黏合剂的辅助材料如防老化剂、稳定剂抗氧化剂等可以延长黏合剂的使用寿命。
	（ √  ）
67.糊盒速度越快，就需要选择开放时间和固化时间较短的胶水。	（ √  ）
68.磨边适用于经过UV上光和覆膜的纸盒。	（ √  ）
69.产品批量脱胶与胶水的固含量有一定的关系。	（ √  ）
70.表面只要是水性上光，釆用任何胶水糊盒都不会脱胶。	（ ×  ）
71.随着季节的变化，要求胶水供应商所提供的胶水黏度也要随季节变化。	（ √  ）
72.出料输送带的位置与走纸平稳无关。	（ ×  ）
73.预折角度的大小和纸盒的开合力有直接关系。	（ √  ）
74.使用两个刀门时，刀门的位置可以任意选择。	（ ×  ）
75.计数电眼的安装可以选择在纸盒的任何位置。	（ ×  ）
76.糊盒是承印物经过模切压痕后，按纸盒成型要求在需要涂布黏合剂的位置涂上胶黏剂，再折叠并压合成型的工艺过程。	（ √  ）
77.一般来说，在纸盒加工过程中，糊盒通常是最后一个环节。	（ √  ）
78.按纸盒的结构及封口形式来分，有折叠式纸盒、扣盖式纸盒、压盖式纸盒和固定纸盒等。	（ ×  ）
79.糊盒胶水的组成中，含有非极性基团的物质是理想的胶料。	（ ×  ）
80.预折装置是根据压痕线将纸盒弯曲90°左右，再返回到原来的形状，主要是为了糊盒时不会出错。	（ ×  ）
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